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Abstract (en)
The composite wood board comprises a chipboard, plywood, oriented strand board (OSB) composite wood, medium-density fiberboard (MDF)
composite wood or high density fiberboard (HDF) composite wood with a lower and an upper side. The lower side is made of a sound-proof layer
which acts as a balancing layer. A plastic layer is assembled from an elastic thermoplastic deformed plastic layer removing the thermoplastic
polyurethane. An independent claim is included for a method for producing a composite wood board, particularly for floor panels.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Holzfaserplatte, insbesondere für Fußbodenpaneele, bestehend aus einer Trägerplatte aus Span-, Sperrholz-, OSB-,
HDF- oder MDF-Holzwerkstoffen mit einer auf der Unterseite der Trägerplatte aufgebrachten schalldämmenden Schicht, vorzugsweise mit balance
layer Wirkung und einem auf der Oberseite aufgebrachten Folienpaket. Das Folienpaket besteht aus mindestens einer elastischen thermoplastisch
verformbaren Kunststoffschicht und einem Dekorpapier. Das Folienpaket wird vor oder nach dem Aufbringen auf die Trägerplatte mit einer
Lackschicht versiegelt. Von Vorteil ist es, wenn in die Versiegelung oberflächennah abriebfeste Partikel eingelagert sind.
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